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@ Verfahren zur Herstellung von Bauelementen 

(57) Ein Verfahren zur Herstellung von Bauelementen auf 
Metallfilmbasis wird zunachst ein Metallfilm auf einen 
Trager aufgebracht, und danach der Metallfilm strukturiert. 
Nach der Strukturierung des Metallfilms wird ein zweiter 
Trager auf den Metallfilm aufgebracht. Nach dem Aufbrin- 
gen des zweiten Tragers wird der zweite Trager mitsamt des 
Metallfilms von dem ersten Trager entfernt. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Her- 
stellungsverfahren von Bauelementen, die einen Metall- 
film auf einem Trager aufweisen, nach dem Oberbegriff 5 
der Patentanspriiche 1 und2. 

Typische Bauelemente der oben genannten Art sind 
Sensoren, wie z. B. Piatintemperatursensoren, in Folien- 
ausfiihrung, die gut bekannt und in unterschiedlichen 
Anwendungen eingesetzt werden. Die bekannten Pia- 10 
tintemperatursensoren sind derart aufgebaut, daB ein 
diinner Platindraht maanderformig auf eine Tragerfolie, 
die z. B. aus Kapton besteht, aufgeklebt ist. Diese Her- 
stellung eines solchen Sensors ist mit einem hohen Ar- 
beitsaufwand verbunden. Weitere Einschrankungen und 15 
Nachteile ergeben sich dadurch, daB die verarbeitbaren 
Drahtdicken selbst bei relativ groBen Folienabmessun- 
gen, im Bereich einiger Quadratzentimcter, nur niedrige 
Widerstandswerte, im Bereich von 100 Ohm oder klei- 
ner, ermdglichen. AuBerdem sind kleine Abmessungen, 20 
z. B. < 1 cm 2 , mit ublichen Widerstandswerten im Be- 
reich von 100 Ohm uberhaupt nicht realisierbar. 

Es ist bekannt, Folien-Temperatursensoren mit uned- 
len Metallen, wie z. B. Nickel, herzustellen, da sich in 
diesem Fall die Metallfiime nach der Beschichtung auf 25 
die Tragerfolie mit iiblichen Verfahren strukturieren 
lassen. Solche Verfahren schlieBen die Photoresisttech- 
nik und chemisches Atzen ein. Der Nachteil hierbei be- 
steht darin, daB die Kennlinie der so hergestellten Tem- 
peratursensoren nicht dem weit verbreiteten Standard 30 
DIN IEC entspricht. Desweiteren weisen unedle Me- 
talle nicht die hohe Langzeitstabilitat von Platin auf. 

Piatintemperatursensoren mussen, um bezuglich ih- 
rer Kennlinie, die durch ihren Widerstand bei 0° Celsius, 
Ro, und den Temperaturkoeffizienten des Widerstands, 35 
TK, charakterisiert ist, eine gewunschte Stabilitat auf- 
weisen, wahrend und/oder nach dem Herstellen des Pla- 
tinfilms Temperaturbehandlungen bei hohen Tempera- 
turen, moglichst uber 1000° Celsius, unterzogen werden. 

Eine mit einem Metallfilm beschichtete Folie kann 40 
jedoch dieser Behandiung nicht unterzogen werden, da 
die Tragerfolien, die aus Kapton, isolierend beschichte- 
ten Metallfolien, Glasfolien, usw. bestehen, bei diesen 
hohen Temperaturen zerstort werden wiirden. Deswei- 
teren ist die Strukturierung eines Platinfilms, der auf 45 
eine Folie aufgebracht ist, problematisch, da das Edel- 
metall Platin nur mit sehr aggressiven Medien atzbar ist. 
Ferner ist bei einem Folientrager der notwendige 
TrimmprozeB zum Abgleich der Widerstande auf die 
gewunschten Sollwerte, der z. B. mittels einer Laserbe- 50 
strahlung durchgefuhrt wird, schwierig. 

Die DE 25 07 731 B2 offenbart einen MeBwiderstand, 
der aus einem Isolierkorper als Trager und einer dunnen 
Platinschicht als Widerstandsmaterial besteht. Dieser 
MeBwiderstand wird hergestellt, indem eine diinne Pla- 55 
tinschicht durch Kathodenzerstaubung in einer sauer- 
stoffhaltigen Atmosphare auf den Trager aufgebracht 
und nachfolgend getempert wird. Bei dem in dieser 
Schrift offenbarten Verfahren muB der Trager die bei 
der Temperung auftretenden hohen Temperaturen aus- 60 
halten. 

Die DE41 13 483A1 beschreibt ein Verfahren-zur 
Erzeugung feiner Leiterbahnen. GemaB einem Ausfiih- 
rungsbeispiel offenbart die genannte Schrift ein Verfah- 
ren, bei dem ein Pulver aus elektrisch leitfahigem Mate- 65 
rial auf klebrige Bereiche, die einem Leiterbahnmuster 
entsprechen, einer Hilfsoberfiache aufgebracht wird. 
Das Pulver wird nachfolgend gebrannt, wodurch Leiter- 
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bahnen entstehen, die nur schwach an der Hilfs- oder 
Zwischentrager-Oberflache haften. Im AnschluB wird 
der cndgultige Trager unter Druck auf das gebrannte 
Leiterbahnmuster aufgebracht, woraufhin der Trager 
von der Hilfsoberfiache getrennt wird, wobei das elek- 
trisch leitfahige Material am Trager haften bleibt. 

Bei G. Seidel "Gedruckte Schaltungen", Verlage 
Technik/ Berlin und Berliner Union/Stuttgart, 1959, S. 
50—55, 117-125 und 136-137 sind unterschiedliche 
Arten der Herstellung fur gedruckte Schaltungen offen- 
bart. Dabei werden beispielsweise verschiedene Druck- 
techniken, Galvanisierungstechniken sowie Folienatz- 
verfahren beschrieben. 

Die DE39 27 735 A1 offenbart ein Strahlungsther- 
mometer, das aus einem auf eine Kunststoff-Folie auf- 
gebrachten maanderfdrmigen Diinnschichtwiderstand 
besteht. Die DE 23 02 615 B2 zeigt einen temperaturab- 
hangigen elektrischen Widerstand sowie ein Verfahren 
zu dessen Herstellung. Dieser Widerstand besteht aus 
einer maanderformigen Leiterbahn mit einem von Null 
verschiedenen Temperaturkoeffizienten, die auf einer 
dunnen isolierenden Folie angeordnet ist, welche auf 
einem Stab mit zylindrischer Oberflache angebracht ist. 

In "e&i", 107. Jg. (1990), H.S, S. 271 bis 275, sind unter- 
schiedliche Bauelemente, die mittels Dickschicht oder 
Diinnschicht-Technik hergestellt sind, erlautert. In "etz" 
Band 109 (1988), H.ll, S. 502 bis 507, sind Dunn- und 
Dickschichttechnologien fur die Sensorik beschrieben. 

Die DE42 18 938 A1 offenbart ein Verfahren zur 
Herstellung von Widerstandselementen, bei dem eine 
Widerstandsbahn in Form einer polymerisierbaren 
elektrisch leitfahigen Paste auf einen Trager aufge- 
bracht und der beschichtete Trager zwecks Polymerisa- 
tion der Paste durch einen Infrarotofen hindurchgefuhrt 
wird. AnschlieBend wird ein Kunststoffkern auf den be- 
schichteten Trager aufgepreBt und der Trager vom 
Kunststoffkern getrennt, wobei die sich aus der leitfahi- 
gen Paste ergebende Widerstandsbahn in dem Kunst- 
stoffkern verbleibt. Die DE-Patentanmeldung S 39 021 
VIb/32b, Anmeldetag 5. Mai 1954, bekanntgemacht am 
20. Oktober 1 955, offenbart ein Verfahren zur Erhohung 
der Haftfestigkeit von Metallbelagen auf Glas oder Ke- 
ramik. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der 
vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren zur Herstellung eines Bauelements mit einem 
Metallfilm zu schaffen, dessen Kennlinie durch die Ver- 
fahrensfuhrung bei der Herstellung moglichst wenig be- 
einfluBt wird. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemiiB Pa- 
tentanspruch 1 oder2gelost. 

Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfahren zur 
Herstellung von Bauelementen, die einen Metallfilm auf 
einen Trager aufweisen, mit folgenden Verfahrens- 
schritten: Aufbringen eines Metallfilms auf einen ersten 
Trager; Strukturieren des Metallfilms, Verringern der 
Haftwirkung zwischen dem ersten Trager und dem Me- 
tallfilm durch elektrisch leitendes, Kontaktieren des Me- 
tallfilms, Einbringen des ersten Tragers mit dem Metall- 
film in eine verdiinnte Saurelosung, Einbringen einer 
Elektrode in die verdiinnte Sauerelosung und Anlegen 
einer Spannung zwischen dem Metallfilm und der Elek- 
trode, derart, daB sich an dem Metallfilm ein Wasser- 
stoffgas bildet; Aufbringen eines zweiten Tragers auf 
den Metallfilm; und Entfernen des zweiten Tragers mit 
dem Metallfilm von dem ersten Tragern. 

GemaB einer weiteren Losung kann anschlieBend der 
auf den zweiten Trager aufgebrachte Metallfilm auf ei- 
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nen dritten Trager aufgebracht werden. 

Die vorliegende Erfindung beruht auf der Idee, den 
Metallfilm bis zu einem gewissen Fertigungsschritt in 
einer bekannten Diinnschicht- bzw. Dickschicht-Tech- 
nik auf einem ublichen Tragermaterial, das hierin als 
erster Trager bezeichnet wird, herzustellen, den be- 
darfsweise bereits getemperten strukturierten und ge- 
trimmten Metallfilm mitsamt des ersten Tragers auf ei- 
nen zweiten Trager zu ubertragen und dann den ersten 
Trager abzulosen. 

Der zweite Trager kann als neuer Trager fur den 
Metallfilm oder nur als Obertragungsmedium fur die 
Obertragung des Metallfilms auf einen anderen Trager 
dienen. 

Weiterbiidungen der vorliegenden Erfindung sind in 
den abhangigen Anspruchen aufgefiihrt. 

Bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden 
Erfindung werden nachfolgend unter Bezugnahme auf 
die beiliegenden Zeichnungen naher erlautert. Es zei- 



Fig. 1A bis 1C verschicdene Verfahrensschritte ge- 
miiB der vorliegenden Erfindung bei der Herstellung 
eines Metallfilm-Bauelemems; 

Fig. 2A, 2B und 3 verschiedene Ausfiihrungsbeispiele 
von Metallfilm-Bauelementen, die gemaB der vorliegen- 
den Erfindung hergestellt sind; 

Fig. 4 ein zyiinderformiges Bauelement, sowie die Be- 
standteile, die bei der Herstellung desselben verwendet 
sind; und 

Fig. 5 eine detailiierte Metalifilm-Struktur, bei der 
Trimmstrecken markiert sind. 

Das Herstellungsverfahren gemaB der vorliegenden 
Erfindung wird nun anhand eines bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiels naher erlautert. 

Die Fig, 1 A bis 1C zeigen jeweils eine Draufsicht und 
eine Seitenansicht eines Platinfilm-Bauelements nach 
verschiedenen Verfahrensschritten. Wie in Fig. 1A ge- 
zeigt ist, wird ein Platinfilm 10 auf einen ersten Trager 
15, der z. B. ein Keramiksubstrat ist, aufgebracht. An- 
stelle des Keramiksubstrats konnte auch ein Glassub- 
strat oder ein geeignetes anderes Tragermaterial ver- 
wendet werden. Der Platinfilm wird mittels-einer be- 
kannten Diinnschicht- bzw. Dickschicht-Technik auf 
den ersten Trager aufgebracht 

Nach dem Aufbringen wird der Platinfilm 10 struktu- 
riert. Diese Strukturierung kann Temperaturbehandlun- 
gen bei hohen Temperaturen (Temperprozesse), Ionen- 
strahlatz-Verfahren zum Strukturieren des Platinfilms 
und Laserbestrahlungen zum Trimmen des Platinfilms, 
z. B. urn die Widerstande auf die gewunschten Sollwerte 
abzugleichen, einschlieBen. 

Insbesondere durch die Temperaturbehandlungen 
besitzt der Platinfilm beziigiich des ersten Tragers eine 
gewisse Haftung, die bei dem bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiel durch einen speziellen Verfahrensschritt 
wesentlich gemindert wird. Hierzu wird der erste Tra- 
ger 15 mit dem fertig strukturierten Platinfilm 10 in eine 
elektrisch leitende Losung gebracht. Die elektrisch lei- 
tende Losung ist eine verdiinnte Saurelosung. Vor dem 
Einbringen des ersten Tragers 15 mit dem Platinfilm 10 
in die elektrisch leitende Losung wird der Platinfilm 10 
hierbei elektrisch leitend kontaktiert und bildet somit 
eine erste Elektrode. Ferner wird eine zweite Elektrode 
in die Losung eingebracht. 

Danach wird eine geeignete Spannung zwischen den 
beiden Elektroden angelegt und damit ein entsprechen- 
der Strom in dem elektrochemischen Kreis erzeugt. Da- 
durch bildet sich an dem Platinfilm 10 eine Wasserstoff- 



Gasbildung, durch die die Haftung des Platinfilms 10 an 
dem ersten Trager 15 gelockert wird. Vorzugsweise 
wird der Platinfilm 10 anschlieBend in einem Spuivor- 
gang von der chemischen Losung gereinigt und danach 
5 getrocknet 

Auf den derart vorbehandelten Platinfilm 10 wird 
dann eine Folie 20, die den zweiten Trager darstellt, 
aufgebracht. Die Folie 20 weist eine gewisse Hafteigen- 
schaft auf, wodurch sich der Platinfilm 15 an der Folie 
io bindet. Danach wird die Folie 20, die den zweiten Trager 
darstellt, mitsamt des Platinfilms 10 durch Abziehen von 
-dem ersten Trager 15 gelost (Fig. 1 C). 

Der zweite Trager ist entsprechend dem bevorzugten 
Ausfiihrungsbeispiel vorzugsweise eine Folie. Diese Fo- 
15 lie besteht vorzugsweise aus einem Kunststoff, wie z. B. 
thermostabiles Polyimid, Polytetrafluorathylen oder 
Polyimid. Alternativ kann der zweite Trager aus einer 
Metallfoiie bestehen, die elektrisch isolierend beschich- 
tet ist. Ferner kann der zweite Trager ein spezieller 
20 Trager aus Keramik, Glas, passiviertem Silizium, usw., 
sein. 

Der Metallfilm kann flachig in Dunnfilmtechnik auf 
den ersten Trager aufgebracht werden. Bekannte Ver- 
fahren dafiir sind Aufdampfen, Aufsputtern, Siebdruck 
25 dunner Schichten usw. Zur Herstellung der gewunsch- 
ten Strukturen wird der flachig aufgebrachte Platinfilm 
dann mit unterschiedlichen Verfahren, z. B. lonenstrah- 
latzen, Laserbestrahlung, usw., strukturiert. Diese Vor- 
gehensweise ist vorzugsweise fur hochohmige Sensoren 
30 auf kleiner Flache sinnvoll. . 

Alternativ kann der Metallfilm in einer Siebdruck- 
technik dunner oder dicker Schichten als Widerstandss- 
truktur auf den ersten Trager 15 aufgebracht werden. 
Dies ist besonders bei groBflachigen Sensoren vorteil- 
35 haft. AuBerdem kann der Platinfilm auch im Zusamrnen- 
wirken von Diinnschicht- und Dickschicht-Technologie 
auf dem ersten Trager gebildet werden. 

Dabei kann die Grundbeschichtung und die Struktu- 
rierung in Diinnschichttechnik erfolgen, wahrend even- 
40 tuell benotigte Kontaktverstarkungen in Dickschicht- 
technologie durchgefuhrt werden. Ferner kann der Me- 
tallfilm bereits auf dem ersten Trager mit Kontakt- 
Drahten oder -Bandchen versehen sein, was z. B, bei 
einer zeilenweisen Anordnung der einzelnen Bauele- 
45 mente vorteilhaft ist. 

Der zweite Trager kann als neuer Trager fur die Me- 
tallstruktur dienen, wie es bei der Verwendung der An- 
ordnung als Folientemperaturfuhler vorteiJhaft ist. Al- 
ternativ kann derselbe ferner in einer "Abziehbild-" ahn- 
50 lichen Technik auf einen weiteren Trager ubertragen 
werden. Diese Technik kann bei der Integration in einen 
Siliziumchip verwendet werden, der den Belastungen 
beispielsweise der Platinfilmherstellung nicht gewach- 
sen ware. 

55 Fig. 2A zeigt ein Metallfilm-Bauelement, bei dem der 
Metallfilm 10 mitsamt der Folie 20, die den zweiten 
Trager darstellt, auf einen dritten Trager, der z. B. ein 
Siliziumchip sein kann oder alternativ aus Glas besteht, 
aufgebracht ist. Wie in Fig. 2B gezeigt ist, kann nach 
60 dem Aufbringen der Kombination aus Metallfilm 10 und 
Folie 20 diese zweite Folie entfernt werden. Der dritte 
Trager 30 stellt nun den neuen Trager fur den Metallfilm 
dar. Dieser neue Trager kann nun weiter bearbeitet 
werden. Z.B. kann der dritte Trager auf der Ruckseite 
65 gcatzt werden, urn die Tragerdicke zu verringern 
(Fig. 2B). Dies ist bei der Erzeugung eines "schnellen" 
Sensors vorteilhaft, wobei ein solcher z. B. bei der Erfas- 
sung von Gasstromungen, wie der Luftmengenrnessung 
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in einem Kraftfahrzeug, verwendet wird. 

Wurde, wie in Fig. 2B gezeigt ist, nach dem Obertra- 
gen des Metallfilms 10 auf einen dritten Trager 30 der 
zweite Trager 20 entfernt, kann auf dem Piatinfilm auf 
unterschiedliche Weise eine "obere" Schutzschicht auf- 5 
gebracht werden. Diese Schutzschicht kann z. B. mittels 
Siebdruck, Besputtern oder in der Form einer Gegenfo- 
lie, usw., aufgebracht werden. Ferner kann dieselbe aus 
unterschiedlichen Materialien bestehen. 

Fig. 3 zeigt ein Metallfilm-Bauelement, bei dem der 10 
Metallfilm 10 samt der Obertragungsfolie 20, die den 
zweiten Trager darstellt, auf eine Tragerfolie 40 aufge- 
bracht wurde. Auch in diesem Fall kann der zweite Tra- 
ger, die Obertragungsfolie 20, nach dem Aufbringen des 
Metallfilms 10 auf die Tragerfolie 40 entferm oder be- 15 
lassen werden. 

Der dritte Trager kann in verschiedenen Formen aus- 
gebildet sein. Bei dem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel 
ist der dritte Trager (Folie 40) flach und wird einseitig 
mit dem zu ubertragenden Metallfilm beschichtet. Al- 20 
ternativ kann der flache dritte Trager beidseitig be- 
schichtet werden, d. h. auf der Vorder- und der Riicksei- 
te. Dabei konnen auf die Vorder- und die Riickseite 
gleiche oder unterschiedliche Metallfilme aufgebracht 
werden. Falls unterschiedlich Metallfilme auf Vorder- 25 
und Ruckseite aufgebracht werden, konnen diese sich 
sowohl Material-maflig als auch Struktur-maBig unter- 
scheiden. 

Bei einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel, das in Fig. 4 
gezeigt ist, weist der dritte Trager eine zylindrische 30 
Geometrie auf. In Fig. 4 sind der zylindrische Trager 45, 
der den dritten Trager darstellt, und die Folie 20, die den 
zweiten Trager darstellt, mit dem auf die Folie 20 aufge- 
brachten Metallfilm 10 in einem getrennten und einem 
zusammengebauten Zustand dargestellt. Im zusammen- 35 
gebauten Zustand ist der Metallfilm derart aufgebracht, 
daB er die Mantelflache des zylindrischen Tragers be- 
deckt. Auch bei diesem Ausfuhrungsbeispiel kann nach 
dem Aufbringen des Metallfilms auf dem dritten Trager 
der Metallfilm mit einer auBeren Schutzschicht bedeckt 40 
werden, die z. B. die Form eines dunnwandigen Rohr- 
chens hat. 

Der dritte Trager und die Schutzschicht konnen aus 
gleichen oder unterschiedlichen Materialien bestehen, 
z. B. Keramik oder Glas. In Fig. 4 ist ferner die Kontak- 45 
tierung 55 des zylindrischen Elements dargestellt, bei 
der die Kontakte auf einer Zylinderseite angebracht 
sind. Alternativ ware auch eine axiale Kontaktierung 
moglich, bei der die Kontakte gegenuberliegend ange- 
ordnet sind. Ein derartiges zylindrisches Bauelement 50 
wird im allgemeinen als Rundfuhler bezeichnet. 

Fig. 5 zeigt detailliert eine Platinfilm-Struktur. Eine 
derartige Struktur kann wahrend des Schritts des Struk- 
turierens des Metallfilms z. B. durch Ionenstrahlatzen 
erhalten werden. In der Struktur sind Trimmstellen ein- 55 
gestellt, an denen eine Feintrimmung 50 oder eine 
Grobtrimmung 60 mittels einer Laserbestrahlung 
durchgefQhrt werden kann, urn den Widerstand auf den 
gewiinschten Sollwert abzugleichen. 

Einzelsensoren, die mittels des Verfahrens der vorlie- 60 
genden Erfindung hergestellt sind, konnen aus einem 
Widerstand (PlatintemperaturmeBfuhler, Heizelement, 
usw.) oder aus einer Zusammenschaltung bzw. Kombi- 
nation mehrerer Einzelelemente bestehen. Z.B. sind bei 
Strdmungssensoren, Gassensoren, Feuchtesensoren, 65 
usw. mehrere Einzelelemente erforderlich. Die Abmes- 
sungen der Einzelelemente liegen typischerweise zwt- 
schen 20 und 50 mm. Allerdings sind auch Abmessun- 
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gen, die von den Genannten stark abweichen, moglich. 

Der Metallfilm kann neben Platin, Rhodium oder Iri- 
dium auch aus Platinlegierungen, z. B. Platin/Rhodium, 
oder aus anderen Metallen, z. B. Nickel, bzw. anderen 
Metall-Legierungen bestehen. 

Patentanspniche 

1. Verfahren zur Herstellung von Bauelementen, 
die einen Metallfilm auf einem Trager aufweisen, 
mit folgenden Verfahrensschritten: 
Aufbringen eines Metallfilms (10) auf einen ersten 
Trager (15); 

Strukturieren des Metallfilms (10), sofern dieser fla- 
chig angebracht ist; 

Verringern der Kxaftwirkung zwischen dem ersten 
Trager (15) und dem Metallfilm (10) durch folgende 
Schritte: 

elektrisch leitendes Kontaktieren des Metallfilms 
(10); 

Einbringen des ersten Tragers (15) mit dem Metall- 
film (10) in eine verdunnte Saurelosung; 
Einbringen einer Elektrode in die verdiinntc Saure- 
losung; und 

Anlegen einer Spannung zwischen dem Metallfilm 
(10) und der Elektrode, derart, daB sich an dem 
Metallfilm ein Wasserstoffgas bildet; 
Aufbringen eines zweiten Tragers (20) auf den Me- 
tallfilm (10); und 

Entfernen des zweiten Tragers (20) mit dem Metall- 
film (10) von dem ersten Trager (15). 

2. Verfahren zur Herstellung von Bauelementen, 
die einen Metallfilm auf einem Trager aufweisen, 
mit folgenden Verfahrensschritten: 
Aufbringen eines Metallfilms (10) auf einen ersten 
Trager (15); 

Strukturieren des Metallfilms (10), sofern dieser fla- 
chig angebracht ist; 

Verringern einer Haftwirkung zwischen dem er- 
sten Trager (15) und dem Metallfilm (10) durch fol- 
gende Schritte: 

elektrisch leitendes Kontaktieren des Metallfilms 

(toy, 

Einbringen des ersten Tragers (15) mit dem Metall- 
film (10) in eine verdunnte Saurelosung; 
Einbringen einer Elektrode in die verdunnte Saure- 
losung; und 

Anlegen einer Spannung zwischen dem Metallfilm 
(10) und der Elektrode, derart, daB sich an dem 
Metallfilm ein Wasserstoffgas bildet; 
Aufbringen eines zweiten Tragers (20) auf den Me- 
tallfilm (10); 

Entfernen des zweiten Tragers (20) mit dem Metall- 
film (10) von dem ersten Trager (15); und 
Aufbringen des auf den zweiten Trager (20) aufge- 
brachten Metallfilms (10) auf einen dritten Trager 
(30; 40; 45). 

3. Verfahren gemaB Anspruch 1 oder 2, bei dem der 
Metallfilm (10) ein Piatinfilm ist. 

4. Verfahren gemaB Anspruch 1 oder 2, bei dem der 
Metallfilm (10) ein Rhodiumfilm, ein Iridiumfilm, 
ein Nickelfilm oder ein Film aus Legierungen dieser 
Metalle ist. 

5. Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 4, 
bei dem der crste Trager (15) ein Keramiksubstrat 
oder ein Glassubstrat ist. 

6. Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 5, 
bei dem der zweite Trager (20) eine Kunststoffolie 
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ist. 

7. Verfahren gemaB Anspruch 6, bei dem der 
ftunststoff PoJytetraathyien oder ein insbesondere 
thermostabiles Polyimid ist. 

8. Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 5, 5 
bei dem der zweite Trager (20) eine Metallfolie ist, 
die elektrisch isolierend beschichtet ist. 

9. Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 5, 
bei dem der zweite Trager (20) ein Keramiktrager 
ist. * l0 

10. Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 5, 
bei dem der zweite Trager (20) aus Glas oder passi- 
viertem Silizium besteht. 

1 1. Verfahren gemaB einem der Anspruche 3 bis 10 

in Ruckbezug auf Anspruch 2, bei dem der dritte 15 
Trager (30; 40) flach ist, wobei ein- oder beidseitig 
der auf den zweiten Trager aufgebrachte Metall- 
film (10) aufgebracht wird. 

12. Verfahren gemaB einem der Anspruche 6 bis 8 

in Ruckbezug auf Anspruch 2, bei dem der dritte 20 
Trager (45) zylinderfdrmig ist, wobei der auf einen 
flexiblen zweiten Trager aufgebrachte Metallfilm 
(10) auf der Mantelfiache des Zylinders aufgebracht 
wird. 

13. Verfahren gemaB einem der Anspruche 3 bis 1 2 25 
in Ruckbezug auf Anspruch 2, bei dem der dritte 
Trager (30; 40; 45) aus Silicium besteht. 

14. Verfahren gemaB einem der Anspruche 3 bis 12 
in Ruckbezug auf Anspruch 2, bei dem der dritte 
Trager (30; 40; 45) aus Glas besteht. 30 

15. Verfahren gemaB einem der Anspruche 3 bis 14 
in Ruckbezug auf Anspruch 2, bei dem nach dem 
Schritt des Aufbringens des Metallfilms (10) auf den 
dritten Trager (30; 45) der zweite Trager (20) von 
dem Metallfilm (10) entfernt wird. 35 

16. Verfahren gemaB Anspruch 15, bei dem nach 
dem Entfernen des zweiten Tragers (20) eine 
Schutzschicht auf den Metallfilm (10) aufgebracht 
wird. 

17. Verfahren gemaB Anspruch (16), bei dem die 40 
Schutzschicht eine Folie ist oder durch Siebdruck 
oder Besputtern aufgebracht wird. 

1 8. Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 1 7, 
bei dem der Metallfilm (10) in Dickschichttechnik 
als Struktur oder in DOnnschichttechnik flachig 45 
oder als Struktur auf den ersten Trager (15) aufge- 
bracht wird. 

19. Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 18, 
bei dem die Strukturierung des Metallfilms (10) ein 
Ionenstrahlatzen einschlieBt. 50 

20. Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 19, 
bei dem die Strukturierung des Metallfilms (10) ei- 
ne Laserbestrahlung einschlieBt. 

21. Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 20, 
bei dem der Metallfilm (10) vor, wahrend und/oder 55 
nach der Strukturierung einer Temperaturbehand- 
lung bei hohen Temperaturen unterzogen wird. 
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